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Maquinaria para el Procesado Laser de
films en bobinas - Apertura facil

Micro Laser Tech ML S

Micro Trazado Laser — Apertura facil para la
industria del envasado flexible.

Micro Laser Tech MLS es un sistema completo de
trazado/marcado laser, que ofrece la mas alta y
atractiva tecnologia punta para el trazado en materiales
flexibles para envasado , como el PP , PET, PE, PAy
aluminio. El trazado por laser permite definir una
apertura facil y precisa en un amplio rango de
soluciones de envasado en la industria alimentaria ( y
otros) para comida de animales, productos para comer
al momento, chocolate o0 productos médicos vy
farmacéuticos ( productos de facil apertura en envases
como los “stand-up pouches”, “ffs-sticks” o bolsas
normales o de autocierre). También son posibles
trazados de contorno (esquinas, cuartos de circulo y/u
otras formas).

Producto competitivo de gran rendimiento:

El Micro Laser Tech MLS trabaja con una velocidad
de bobina de 200m/min y con un ancho maximo de
bobina de 1,600 mm. Este sistema ofrece una gran
flexibilidad en el trazado de las lineas ( numero de
lineas, programacién de contorno libre) para la
produccién de diferentes productos.

Los controles integrados del Micro Laser Tech MLS
ayudan a obtener la mas alta productividad durante el
inicio y la bajada de cada ciclo del sistema de
bobinado.

Concepto de Maquina integrada.

El sistema Micro Laser Tech MLS esta disponible
como sistema independiente 0 como médulo de facil
integracion en sistemas de bobina ya existentes. Utiliza
fuentes laser de CO, de 100 a 400 W. Su concepto
modular permite la configuracion individual de los
cabezales, disponible para un trazado que va en la
direccién de la maquina (MD), direccion cruzada al
recorrido (CD) o formas libres (FF) en toda la anchura
del film. Los controles del sistema garantizan su facil
utilizacion.

Experiéncia:

El sistema Micro Laser Tech MLS es el resultado de
largos afios de dedicacion y experiencia. Los ingenieros
de MLT se han centrado en obtener soluciones
competitivas y altamente productivas.
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Micro Laser Tech MLS: Micro Laser Scriber para materiales film en bobina.

Applications Data

* Aplicacion Microtrazado de material es plasti cos flexibles multi/monocapa para su apertura facil

» Materiales PP, PET, PE, PA, laminados de aluminio y todas las variaciones de films multi-capas.
» anchurabobina max. 1.600 mm, otros disponibles.

 nimero de cabezales: 2-10MD; 1 -4 paratrazado CD / FF; otros disponibles.

» velocidad debobina: Estéandard 200m/min; 400, 600 m/min opcional.

* Posicionado de cabezales : Dedlizamiento manual.

* Posic. lentes de focalizacion: Pueden posicionarse con unaresolucién de 0,05 mm.

e distanciamin. lineas de trazado: hastaun min. de 0,1 mm..
« deteccidn por marca impresa opcional

Haz « MD: Sistema separador de haz para 2, 4, 6, 8, 10 lineas; 1 — 4 Cabezales tipo
scanner para trazado CD y FF ;otros disponibles.
« obturador de haz individual para cada linea de trazado.
« cabezales montados en deslizadores lineares para un ajuste preciso y facil.
* Soporte mec. para cada uno de los cabezales que permiten su desplazamiento
a través de la bobina.
« Sistema cerrado segun las regulaciones de laser clase 1.
Controles de sistema PC » Computador de control en base a PC.
« Panel de operacidon con display color TFT.
* Panel de control remoto parta el operario.
* Funciones de Start-up y ramp-down para la maxima productividad.
» Trazado Cross & Free Form programable bajo Windows™ OS
Laser * Fuente laser CO, con longitud de onda de 10,6um.
« Rango de potencias de 50 a 200Watt, otros disponibles.
« Estabilizacion de potencia optimizada.
 Obturador de potencia externo.
Soporte « Estructura de base soldada, para la integracién en la maquinaria de corte y
bobinado ya existentes.

Opciones: Para un sistema de perforado listo para empezar a funcionar ofrecemos también el siguiente
equipamiento:

Refrigerador * Integrado en el sistema de bobinado- corte y adaptado a sus requerimientos
* Refrigeracion “agua-aire” o “agua-agua”.
 Regulacion de temperatura +- 0,5°C
» mezcla refrigerante anticorrosiva

Sistema filtros para aspiracione Recoge Y filtra el polvo y los residuos provocados por la perforacion.

polvo » Sistema con aditivos de carbono activado.

Las configuraciones de sistemas tipicos son:

Cabezalesffilas: Max. Potencia laser Controles

Controles PC industriales en

MLS —4/100 4 MD 100 Watts .
cabina separada

MLS — 10 / 200 10 MD 200 Watts Cor!troles PC industriales en
cabina separada

MLS - G 2/ 200 2CDoFF 200 Watts Controles PC industriales en
cabina separada

MLS - G 4/ 400 4CDoFF 400 Watts Controles PC industriales en
cabina separada

Nota:

Las especificaciones técnicas estan sujetas a cambiar sin previo aviso de acuerdo con los desarrollos del
producto MLS. Copyright 2005 MLT Micro Laser Technology GmbH. Todos los derechos reservados.
Micro Laser Tech® esta registrado bajo la marca de MLT Micro Laser Technology GmbH.
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